POWER LED 1W COLOR SEM DISSIPADOR - Série WN

Destaques:

- Baixa tensdo de operacgao;
- Acendimento rapido;
- Longa vida util;

- Produto de acordo com a normativa ROHS.

AplicagGes tipicas:

- Iluminagdo de palco;

- Iluminagdo ascendente e descendente;
- Back light para LCD;

- Iluminagdo de contorno;

- Iluminagdo de teto;

- Iluminagdo de jardim;

- Iluminagdo decorativa em geral;

- Iluminagdo de adverténcia.

Os power leds da série WN sdo dispositivos que
emitem altos fluxos Iuminosos comparados a
outros de sua categoria. Foram desenvolvidos para
satisfazer as aplicagdes que requerem alto brilho,
tais como iluminagdo de flashs, e luz decorativa de
uso interno e externo. Seu encapsulamento
permite a fixacdo através de processos de refusdo,
ou mesmo ferro de solda. Diferentemente da
iluminagdo fluorescente ndo contém mercdrio em
seu interior e é mais eficiente que as tradicionais
lampadas incandescentes.

Dimensoes Fisicas

TODAS AS DIMENSOES EM MILIMETROS.
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Caracteristicas Maximas Absolutas
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Parametro Valor Unid | Simbolo

Corrente direta DC 350 mA I
Corrente pulsada - Pico (tp<100ys, Ciclo = 1:4) 700 mA Iep
Tensao Reversa 5 \Y; VR
Tensdo de saida do “driverd 5 V Vp
Temperatura de juncgao do L.E.D. 125 oC T;
Temperatura de operacao -25a +85 oC
Temperatura de armazenagem -40 a +100 oC

Umidade relativa de armazenagem 60 %
Sensibilidade E.S.D. 2.000 \Y Vg
Tempo de solda manual a 260°C 5 s
Notas:

1) Uma reducdo de corrente elétrica apropriada deve ser observada para se
manter a temperatura de jungdo do dispositivo sempre abaixo do valor
maximo especificado (+50 °C no dissipador primario).

2) N3o é apropriado que o LED fique sob polarizagao reversa.

3) tp= tempo da largura do pulso.

Resisténcia Térmica caracteristica Juncdo — Pad solda a T;= 25°C
JOrT] RBJ-B
Cddigo do Produto Cor Tipico Unidade
737.068 LPEL-04R1-WN Vermelha 14 oC/W
737.0XX LPEL-04A1-WN Amarelo Ambar 14 oC/W
737.070 LPEL-04G1-WN Verde Puro 13 ocOwW
737.069 LPEL-04B1-WN Azul 13 oC/W
Fluxo Luminoso caracteristico a 350mA e T,= 25°C
Lente Cadd. Fab. Cadd. Prod. Cor Fluxo/Poténcia .
- 7 Unid
Min. Max.
737.068 LPEL-04R1-WN Vermelha 35 45 Lm
Lambertian 737.0XX | LPEL-04A1-WN | Amarela Ambar 35 45 Lm
737.070 LPEL-04G1-WN Verde Puro 70 90 Lm
737.069 LPEL-04B1-WN Azul 15 25 Lm
Tensdo direta caracteristica a 350mA e T,= 25°C
Lente Cod. Fab. Cadd. Prod. Cor Ve .
- 7 Unid
Min. Max.
737.068 LPEL-04R1-WN Vermelha 2,0 2,6 \Y
Lambertian 737.0XX LPEL-04A1-WN | Amarela Ambar 2,0 2,6 Vv
737.070 LPEL-04G1-WN Verde Puro 3,0 3,6 V
737.069 LPEL-04B1-WN Azul 3,0 3,6 \Y

Vida atil, caracteristicas mecanicas e ambientais a 350mA e T,= 25°C

Tipos de teste Condicao de Stress Duracdo Critério Falha
Operagao Temp. o .
Ambiente 250°C, Ir=max DC(1) 1.000 h (2)
Alta Temperatura o o
Alta Umidade 85°C / 85% U.R. 1.000 h (2)
-400C/+100°C,
Ciclo temperatura 30min. Permanéncia e 500 ciclos (2)
T<5min. transicdo
Armazenagem Alta 1100C 1.000 h (2)
Temperatura
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Tipos de teste Condicao de Stress Duracdo Critério Falha
Armazenagem Baixa -400C 1.000 h (2)
Temperatura
-400C a +125°C NSo
Choque Térmico 15 min. Permanéncia 1.000 ciclos e
L Catastrofico
t< 10 seg. transicao
Choaue Mecanico 1500G, 0,5Ms pulso Ndo
q 5 choques cada Catastrofico
Resisténcia ao calor o N&o
+ 50 -
De Soldagem (RCS) 260°c £ 5°c, 10 seg. Catastrofico

Notas:

1) Dependente da curva de redugdo nas caracteristicas maximas.

2) Critério da indicagdo como falha:
Dano elétrico: Vg, alteracdo >= 10%
Degradacao da intensidade luminosa: alteragdo >=30% durante 1.000 horas

ou 200 ciclos.

3) Dano visivel: quebra ou encapsulamento danificado, soldabilidade do terminal
com molhagem < 95% da area.
4) Dimensional mecanico fora das tolerancias.

Espectro de cores e Modelo de Radiagdo
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Comprimmento de Onda (nm)
Comprimento de Onda Dominantes - Caracteristicas
Lente Caddigo Caddigo do Cor No/Np Unid
Irradiagdo Fabrica Produto Min. Max. '
737.068 LPEL-04R1-WN Vermelha 620 630 nm
Lambertian 737.0XX LPEL-04A1-WN | Amarela Ambar 585 595 nm
737.070 LPEL-04G1-WN Verde Puro 520 530 nm
737.069 LPEL-04B1-WN Azul 460 470 nm
Caracteristica do angulo de emissao, T;= 25°C
Lente " A .
|
Irradiacdo Cédigo Produto Angulo 20 ('2) Unidade
LPEL-04R1-WN 120 Graus
Lambertian LPEL-04A1-WN 120 Graus
LPEL-04G1-WN 120 Graus
LPEL-04B1-WN 120 Graus

Nota: Tolerancia de medigdo + 100°.
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Caracteristicas Opto Elétricas

Rth (J-A)- Resisténcia Témica Jungio Ambi
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Corrente Direta x Temperatura Ambiente 350mA

3.50
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Tensdo Direta (V)

2.00
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Corrente Direta (ma)

Caracteristicas LED emissdo vermelha e ambar T;= 25°C
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Tensdo Direta (W)
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Corrente Direta (ma)

Caracteristicas LED emissdo azul e verde pure green T,= 25°C
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Instrugdes para Soldagem do produto

O circulo metalico central na face inferior do encapsulamento do componente disponibiliza
o principal meio de transferéncia de calor do LED para o dissipador, no qual o componente
deve ser montado.

| Pad salda
Motas:
I J_| Pad contato 1- Todas as dimensdes em milimetros,

4.2 2- M&o conectar Pad salda ao Pad contato,

— 3- O material dissipador deve ter condutividade
| FPad solda térmica maior que 3,0/ mlk,

/'/ 4- M3o tocar a regido da lente durante o processo
de montagem do componente 3 placa, pois
causard dano ao mesmo.

@6.0

A escolha do método de soldagem/fixacdo ird sugerir a quantidade de solda ideal. Para
melhores resultados é recomendado o uso de sistemas automaticos de deposicdo de solda
ou impressao de pasta de solda por stencil.

Melhores resultados de soldagem serdo obtidos com solda na espessura de 50um. O LED
podera ser fixado sobre a PCI simultaneamente com outros componentes SMD, e a refusdo
executada em um Unico passo. Equipamentos tipo “pick-and-place” sdo recomendados,
assim como o uso de PCI do tipo “substrato metalico”.

Processo de soldagem recomendado

Para evitar falhas mecanicas dos leds, causadas durante o processo de soldagem, um
cuidadoso controle das etapas de pré-aquecimento e resfriamento é necessario. O
aquecimento sofrido por um material dentro de uma estufa de infravermelho depende do
coeficiente de absorcdo da superficie do material, e da razdo entre a massa do
componente pela superficie sob irradiacdo. A temperatura das partes em uma estufa de
infravermelho, com uma mistura de irradiacdo e convecgdo, ndao pode ser determinada
antecipadamente. A verificagdo deve ser feita de modo especifico, para cada tipo de
material, enquanto o mesmo esta sendo transportado através da estufa.

Parametros que influenciam internamente na temperatura do material, sdo:

- Tempo e a poténcia da estufa;

- A massa do componente;

- O tamanho da placa de circuito impresso, do tipo substrato metéalico (MCPCB);
- O coeficiente de absorcdo da superficie e MCPCB;

- Densidade do encapsulamento.

A temperatura de pico pode variar intensamente através do MCPCB, durante o processo de
irradiacdo por infravermelho. As varidveis que contribuem para esta larga variacdo de
temperatura incluem o tipo de estufa e o tamanho, a massa e a localizagdo do componente
na PCI. Os perfis de processo devem ser cuidadosamente estudados e testados para
determinar os pontos mais quentes e mais frios na placa, que devem estar dentro das
temperaturas recomendadas. O perfil de trabalho, no sistema de montagem por refusao,
deve considerar a caracteristica do produto, o sistema de solda escolhido e o perfil de
operacdo recomendado pelo fabricante da pasta de solda.
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Perfil de trabalho recomendado para processo de soldagem por refusao

O seguinte perfil de solda por refusdo é disponibilizado apenas para referencia. Sugerimos
gue cada aplicador siga as recomendacdes de seus respectivos fornecedores de pastas de

solda.

Supplier Tp »=Tc

User Tp==Tc

<

— -J-__--\-. — TC III
/ \
Supplier tp - /Tn Usertp J\

; o -~
i e ) ’ : FeTe -5°C
| M3, Rarnp up Rate = 3G { T
© M. Rarap Down Rate = 6% -]
[ Tl_ ¥
= " Ly
- Tatax Preheat Area
o = x
1
a
o Tsmin
E 4
[ L s L]
*—
25

Tabela de definicdes dos perfis de operacao

Time 239 to Peak

Time —

Tempo (Tsmin > Tsmax) (ts)

60 - 120 segundos

Perfil destacado Liga Estanho - Chumbo Pb - Free
Pré-aquecimento / encharque
Temperatura min (Ts min.) 100°C 1500C
Temperatura max (Ts max.) 1500C 2000°C

60 - 120 segundos

Média da rampa subida
(Tsmax > Tp)

30C/segundo max.

30C/segundo max.

Temperatura fase liquida (T,)
Tempo na fase ()

183°C
60 - 150 segundos

217°0C
60 - 150 segundos

Temp. de pico encapsulamento
(Tp)*

230°C - 2350C*

2550C - 260°C*

Temperatura operacao

235°C

260°C

Tempo (tp)** durante, e a 5°C
da Temp. de operacgdo (Tc)

**20 segundos

**30 segundos

Média da Rampa Descida
(Tp 2 Tsmax)

69C/segundo max.

69C/segundo max.

Tempo de 25°C > Temp. pico

6 minutos max.

8 minutos max.

* Tolerdncia da temperatura de pico perfil (Tp) é definida como sendo a minima indicada
pelo fornecedor que sera a maxima como usuario.

** Tolerancia de tempo na temperatura de pico perfil (tp) é definida como sendo a minima
indicada pelo fornecedor que sera a maxima como usuario.
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Informacgdo do gerenciamento térmico do produto

Pasta térmica deve ser aplicada, uniformemente, com espessura menor 100pm quando
montados sobre MCPCB ou dissipadores de calor.

- P

Montagem sobre dissipadores de calor

E extretnamente recomendivel gue o dizzipadar de calor zeja anodizado.

-

Cefificar-se de que a superficie do dissipador sefa suficierternente plana para uma correta condug3o termica.

Resisténcia Térmica da aplicagcdo

TJunction
.____;———"" TJunction
TSIug TSIug
T Grease
TBoard
TBoard
T amsient T ambient

Rthy-2= Rthys) +Rthis.e) + Rthige+ Rthsa

Tounction =T ambient + Rthy-a) X Poissipation
{TJ =TA + Rml{.}-.ﬂ.] X PDissipazion)
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Calculo da resisténcia térmica

A resisténcia térmica entre dois pontos é definida como a razdo entre a diferenca de
temperatura pela poténcia dissipada. Para efeito de calculo é utilizada a unidade °C/W. No
caso dos leds, a resisténcia térmica entre duas importantes vias afeta a temperatura da
jungao.

Da jungdo do led até o contato térmico abaixo do encapsulamento, esta resisténcia térmica
€ regida pelo desenho do produto. Refere-se como a resisténcia térmica entre a jungao e o
“slug” (Rth.g)).

Do contato térmico para as condicGes ambientes, esta resisténcia térmica é definida pela
via: “slug”, PCI e ambiente. E definida através da resisténcia térmica entre “slug” e pci
(Rths.g)) € entre PCI e ambiente (Rthg.a)).

A resisténcia térmica global entre a jungdo do LED e o ambiente (Rth(.a)), pode ser
modelado como a soma das séries de resisténcias Rth(;.s), Rth(s.g), Rths-a).

A seguir como calcular a resisténcia térmica Rth e cada parte do mdédulo LED.

1- Rth.s)
Especifico para cada tipo de dispositivo. P.Ex.: Rth(;.s) = 13°C/W.
2- Rth(s_G)

Se a espessura da pasta térmica é 100ym e a area é (6,4/2)> n mm?.
A condutividade térmica da pasta é: 2,6W/mK.

A formula de Rth é: Espessura (um) / Condutividade térmica (W/mK) x Area (mm?),
Logo, Rthis.q)= 100/ 2,6x(6,4/2)*n = 1,20C/W.

3- Rthes

A resisténcia térmica do MCPCB é: 1,5°C/W.

4- Rth(g.)

A resisténcia Rth entre a placa e o ar circundante é principalmente dependente da area
da superficie total.

Logo, Rth(g.ay = 500 / &rea (cm?).
Se area é 30 cm?, Rth = Rthg.ay = 13+1,2+1,5+16,7 = 32,4 °C/W.

16,7
Se area € 60 cm?, Rth = 8,3 Rthg.a) = 13+1,2+1,5+8,3 = 24 °C/W.
Se area € 90 cm?, Rth = 5,5 Rthg,a = 13+1,2+1,5+5,5 = 21,2 °C/W.

Calculo da Temperatura da Jungao

A poténcia total dissipada por um LED é o produto da tensdo direta (V¢) pela corrente
direta (Ir) do mesmo.

A temperatura da jungdo do LED é a soma da temperatura ambiente e do produto da
resisténcia térmica da jungdo ao ambiente, e da poténcia dissipada.

Tiuncio = Tar + (Rth-ay X Ppissipapa)

Se um LED branco em temperatura ambiente (25°C), operado a 350mA, apresenta Vg =
3,3V, a poténcia dissipada (Pp) = 0,35 x 3,3 = 1,155W,
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e a temperatura de jungao é:

Tiuncio = 25 °C + 18,2 x 1,155 = 46,021 °C (area da superficie total = 90cm?)
Tiuncio = 25 °C + 21 x 1,155 = 49,255 °C (area da superficie total = 60cm?)

Tiuncio = 25 °C + 29,4 x 1,155 = 58,957 °C (4rea da superficie total = 30cm?)

Exemplo de calculo: Temperatura da jungdo

Um LED branco é usado sob temperatura ambiente (Tamb) de 30°C. Este LED é soldado
sobre um MCPCB (drea = 10cm?). Calculo da temperatura da jungdo:

Assumindo uma tensdo direta de Vr = 3,3V, a corrente direta de 350mA, com a poténcia
dissipada (Pp) = 0,35 x 3,3 = 1,155W.

LED Rth(J_s) = 130C/W

Com uma boa construgdo, Rth(;_sy pode ser minimizada de 1°C/W.
Rth(s-sy de um MCPCB padrao pode ser 1,5°C/W.

A Rth entre a PCI e o meio é principalmente dependente da area total da superficie.
Logo, pode ser calculada na formula
500 / Area (cm?)
Rthe.a = 500 / 10 = 50 °C/W
Seguindo a férmula Tiyncio = Tar + (Rth.a) X Ppissipapa)
Tyuncko = 30°C + (13°C/W + 1°C/W + 1,50C/W + 50°C/W) x 1,155W = 105,6525 °C.

Isto significa que o LED esta operando sob boas condig8es (Tyuncio < 125°C).

Recomendacoes:

- Manter a temperatura da juncdao do LED rigorosamente abaixo de 125°C, ou manter a
temperatura de seus contatos abaixo de 55°C.

- Na conexdo de LEDs ou seus moédulos a respectivos “drivers”, certificar-se de que a
alimentacdo esteja desconectada. Fazer inicialmente a conexdo dos LEDs, e somente
depois a ligacao das fontes de energia.

Notas de fornecimento (sob consulta):

Em se tratando de embalagens fechadas, este produto podera ser fornecido em carretéis
(sem dissipador estrela), para montagens automaticas, em réguas ou bandejas plasticas.
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